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Prflfungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

© Adar fflr einen sich indernden elektrischen Strom, sowie Verfahren zu deren Harstellung 

@ Urn die Auswirkungen des Skineffektes in einer Ader fur 
einen sich findernden elektrischen Strom zu reduzieren, 1st 
erfindungsgemSB ein die Ader durchzlehender Lelterkdrper 
(z. B. 20) mit Vertiefungen (21 )/Erhdhungen (22) versehen. 
Diese Vertiefungen/Erhdhungen vergroSem die Oberfliche 
dee Leiterkorpera in einer eolohen Welse, daft die durch den 
Skineffekt bedingte Zunahme dee Leiterwlderstandes und 
da mit der Leitungsda" mpfung be! hohen Frequenzen merklich 
gemlndert wird. Mit Hilfe der Erfindung wird zudem ein 
Verfahren zur Herstellung derartiger Adern bereltgestellt. 
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Beschreibung fahrens ist eine zusatzliche Induktivitat, sowie eine zu- 

satzliche Signallaufzeitverzogerung. Hinzu kommt, daB 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Ader fur einen durch den sich dadurch ergebenden langeren Leiter die 

sich andernden elektrischen Strom, insbesondere zur Grunddampfung erheblich erh6ht wird. Neben der nicht 

Obertragung hochfrequenter Wechselstrdme, mit min- 5 ganz einfachen Hersteliung und Handhabung der dun- 

destens einem sich in Langsrichtung der Ader erstrek- nen Leiterbander (das Verhaitnis von Breite zur Dicke 

kenden Leiterkorper. Desweiteren bezieht sich die Er- soil vorzugsweise etwa 250 betragen) bedarf es zusatz- 

findung auf ein Verfahren zu deren Hersteliung. lich einer speziellen Wickeltechnik und eigens konstru- 

Bei Gleichstrom ist der Querschnitt eines geradlini- ierter Vorrichtungen hierzu, was die Kabelherstellung 

gen Letters uberall gleichmaBig vom Strom durchflos- 10 insgesamtverteuert 

sen. Bei Wechselstrom ist die Stromdichte fiber den Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine weitere 

Querschnitt nicht mehr konstant sondern nimmt von der Ader f Or einen sich andernden elektrischen Strom nach 

Oberflache nach innen hin ab, und zwar urn so mehr, je dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren 

h6her die Frequenz ist Bei sehr hohen Frequenzen ist zu deren Hersteliung, zur Verfugung zu stellen. Die Be- 

das Innere der Leiter praktisch stromlos, und der Strom 15 zeichnung "Ader" sei hier im allgemeinsten Sinne ver- 

flieBt nur noch in einer dOnnen Schicht an der Leiter- standen; sie umfasse jede Art von Leiterzug fur Wech- 

oberfiache. Diese Erscheinung ist allgemein bekannt als selstromleitungen beliebiger Art, also nicht nur Adern 

Hautwirkung oder Skineffekt ftir Zwei- oder Mehrdrahtleitungen und verseilte Kabel, 

Als Folge des Skineffektes vermindert sich also der sondern z. B. auch die allgemein zylindrischen Innenlei- 

wirksame Querschnitt des Leiters, was zu einer entspre- 20 ter von Koaxialkabeln und eventuell sogar deren rohr- 

chenden ErhGhung des Wirkwiderstandes mit zuneh- formige AuBenleiter, sowie Kabelabschirmungen. 

mender Frequenz f Qhrt Besonders betroffen von dieser Obiges Ziel wird entsprechend dem Gegenstand des 

Erscheinung sind Leitungen zur Obertragung von Si- Patentanspruchs 1 bei einer gattungsgemaBen Ader da- 

gnalen hoher und hochster Frequenz, wie sie z. B. in durch erreicht, daB der Leiterkorper mit Vertiefungen 

digitalen Datennetzen verwendet werden, wo Frequen- 25 und/oder Erhohungen versehen ist, die eine den Skinef- 

zenim 1-MHz-Bereich und darilberzuflbertragen sind. fekt merklich reduzierende VergroBerung der Leiter- 

Bei derzeitigen modernen Kabeln mit verseilten oberflache ergebea Ein derartiger Leiterkorper ist sehr 

Adern aus Kupferdraht eines Durchmessers von z.B. einfachundkostengunstigzurealisieren. 

0,52 mm kann die Dampfung bei 20 MHz 8,1 dB/100 m Zudem wird obiges Ziel durch ein Verfahren gemaB 

betragen, bei 155 MHz betragt sie etwa das Dreifache 30 Gegenstand des Anspruchs 17 zur Hersteliung eines 

(24,6 dB/100 m). Ein wesentlicher Teil dieser Damp- Leitkorpers erreicht, der durch ein- oder mehrstufiges 

fungszunahme ist auf den Skineffekt zurttckzufiihren. Ziehen auf eine Querschnittsform mit Vertiefungen 

Das Anwachsen der Leiterwiderstande mit wach- und/oder Erhohungen gebracht wird, die eine den Skin- 
sender Frequenz hat in der Vergangenheit zu zahlrei- effekt merklich reduzierende VergroBerung der Leiter- 
chen Versuchen gefuhrt, diesen Effekt zu reduzieren. 35 oberflache bewirken. Dabei kann der erfindungsgema- 
Die bekannteste Ldsung ist die HF-Litze, bei der anstel- Be Leiterdraht z. B. wie ein herkommlicher Leiterdraht 
le eines massiven Leiters zahlreiche voneinander isolier- (unter Anwendung herkommlicher Techniken zur Her- 
te Drahte kleinen Durchmessers verwendet werden. stellung von Leitungen oder Kabeln) durch Ziehen her- 
Dann ist, entsprechend den bekannten Formeln f Or den gestellt werden, wobei jedoch zumindest die letzten Dii- 
Skineffekt, die frequenzabhangige Widerstandserho- 40 sen ("Ziehsteine") der Ziehvorrichtung mit Profilen aus- 
hung pro Leiterquerschnitt in den Einzeldrahten wegen gestattet werden, die dem Draht die gewunschte Quer- 
der dadurch erzielten grdBeren Oberflache wesentlich schnittsform verleihen. Es hat sich gezeigt, daB die der- 
geringer als beim massiven Draht Wichtig ist dabei die zeit verfugbaren Kupferdrahtziehmittel geeignet sind, 
einwandfreie Isolation der Drahte gegeneinander. Zu bei entsprechender Ausbildung von Ziehdflsen einen 
fordern ist ferner, daB alle Einzeldrahte den gleichen 45 kupfernen Leiterkdrper gemaB der Erfindung zu bilden. 
Strom fuhren; zu diesem Zweck werden die Einzeldrah- Wenn man bedenkt, daB z. B. auf der langen und vieltei- 
te untereinander in derartiger Weise verdrillt, daB in ligen Fertigungslinie zur Hersteliung eines komplexen 
einem langeren Litzendraht jeder Einzeldraht seinen Kabels nur eine oder einige Ziehdtise(n) verandert wer- 
Platz im Querschnitt haufig und so systematisch andert, den muB/milssen, urn dem Kabel einen wesentlichen 
daB er jede Lage im Querschnitt gieich oft einnimmt 50 Teil seiner Dampfung zu nehmen, dann lafit sich ermes- 
Dies macht die Hersteliung von Litzendraht aufwendig. sen, welch sprunghafte Bereicherung der Technik die 

Urn diesen Nachteil zu vermeiden, wurde in der Erf indung darstellt. 

DE 39 1 1 172 Al angeregt, statt einer Aufteilung einer Je nach Dicke und Material der herzustellenden Ader 

Leitungsader in einzelne Litzendrahte einen flachen konnen aber auch andere formgebende Techniken an- 

massiven Leiter zu verwenden, der moglichst breit im 55 gewandt werden, z. B. Formpressen, Walzen oder 

Verhaitnis zu seiner Dicke ist, um eine mdglichst groBe Strangpressen. Letzteres eignet sich insbesondere fur 

Oberflache zu erhalten und dadurch die Wirkung des Aluminium und fur den Fall, daB die betreffende Ader 

Skineffektes zu mindern. Diese Konstruktion soli spe- als Koaxial-AuBenleiter oder Abschirmung rohrformig 

ziell far Leiterkabel zur Obertragung vonTonfrequenz- auszubilden ist, wobei die erfindungsgemaBen Vertie- 

signalen im Audiobereich geeignet sein. Es ist jedoch 60 fungenanderlnnenwandungvorzusehensind 

nicht ohne weiteres mdglich, einen flachen bandformi- Vorteilhafte AusfOhrungsformen und Weiterbildun- 

gen Leiter als Ader auszubilden, die in herkommlicher gen der Erfindung sind in den Unteranspriichen gekenn- 

Weise mit anderen gleichartigen Adern zu einem Kabel zeichnet Form und Abmessung der Vertiefungen/Erhd- 

verseilt werden kann. Zur Hersteliung eines mehradri- hungen konnen jeweils nach Bedarf gewahlt werden. 

gen Rundkabels beispielsweise mtissen die Bandleiter in 65 Insbesondere aus fertigungstechnischen Grunden ist 

mehreren koaxialen Lagen wendelfdrmig um einen Ka- es vorteilhaft, die Vertiefungen und/oder ErhShungen 

belkern gewickelt werden, jeweils unter Zwischenschal- um den Umfang des Leitkdrpers verteilt, besonders vor- 

tung einer Lage aus IsoliermateriaL Nachteil des Ver- teilhaft in gleichmaBigen Abstanden durchgehend Qber 
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dessen L&nge anzuordnen. Weiter, unter Symmetrica- terkdrpern; 

spekten weisen die Vertiefungen und/oder Erhdhungen Fig. 4 veranschaulicht die verschiedenen Stufen der 

vorteilhaft gleiche Querschnittsform und -abmessungen Formgebung eines erfindungsgemiBen Leiterkdrpers 

au f. mittels eines Ziehverfahrens. 

Die Vertiefungen/Erhdhungen kdnnen so gestaltet 5 Die in Fig. 1 im Querschnitt dargestellte elektrische 
sein, daB sich fur den Leiterkdrper eine Querschnittsge- Ader enthalt einen zentraien Leiterkdrper 10 aus einem 
stalt mit sinusahnlich gewellter UmriBlinie ergibt Sie elektrisch gut leitenden Material wie z. B. Kupfer oder 
kdnnenaberauchrechteckige oder trapezformige oder einer Kupferlegierung. Der Leiterkdrper 10 hat eine 
dreieckige Querschnittsform haben und/oder zumindest allgemein runde Querschnittsform. Der eingangs be- 
am Bodenkonkavgerundet sein. 10 schriebene Skineffekt fiihrt dazu, daB sich bei hohen 

Durch gegeiiseitigeAbstimmung der Tiefe, der Breite Frequenzen der durch den Leiterkdrper flieBende 

und der Form der Vertiefungen/Erhdhungen sowie der Strom an der Oberflache konzentriert, so daB der elek- 

an der Oberflache gemessenen Breite der zwischen den trische Widerstand des Leiterkdrpers praktisch dem 

Vertiefungen liegenden Erhdhungen laBt sich jeweils Widerstand einer dunnen Haut an der Oberflache ent- 

ein gewiinschtes MaB an Oberfl&chenvergroBerung er- 15 spricht Um die effektive Querschnittsflache dieser 

zielen, und es iassen sich Kompromisse zwischen der stromleitenden Haut zu vergrdBern und dadurch die 

Reduzierung des Skineffektes und eventuelien nachteil- infolge des Skineffektes auftretende Widerstandserhd- 

igen Begleiteffekten (z. B. Festigkeitsprobleme oder ein hung zu vermindern, ist die Oberflache des Leiterkor- 

etwaiger Proximity-Effekt zwischen eng benachbarten pers 10 nicht glatt-zylindrisch ausgebildet, sondern in 

Erhdhungen des Querschnittsprofils) finden. Sofern es 20 Langsrichtung gerillt, so daB sich eine Querschnittsge- 

das angewandte Formgebungsverf ahren erlaubt, kann stalt mit gewellter UmriBlinie ergibt, wie in Fig. 1 darge- 

es vorteilhaft sein, zumindest einige der Vertiefungen zu stelit Diese durch Rillen in Form von Vertiefungen/Er- 

hinterschneiden oder am Boden zu verbreitem bzw. hdhungen 11,12 herbeigefuhrte Wellung fiihrt zu einer 

auszuhdhlen,um die Oberflache weiter zu vergrdBern. den Skineffekt und damit die Dampfung der Leitung 

Bei genQgender Breite und Tiefe der Vertiefungen 25 merklich reduzierenden VergrdBerung der Leiterober- 

lassen sich zusatzliche Leiterkdrper in Form von Drah- flache. 

ten darin einbetten, die gegenuber dem Haupt-Leiter- Das AusmaB der OberfiachenvergrdBerung hangt 
kdrper isoliert sind, aber an den Enden zur selben Ader von der Gestalt und den Abmessungen der eingebrach- 
zusammengeschaltet sind. Dies bringt eine zusatzliche ten Vertiefungen ab. Die Fig. 2 zeigt eine Ausfflhrungs- 
VergrdBerung der effektiven Gesamtoberfiache der 30 form mit einem Leiterkdrper 20, der insgesamt acht 
Ader. Um ausreichend Platz fur solche Drahte zu schaf- Vertiefungen 21 aufweist, die um den Umf ang des Lei- 
fen, kdnnen bei einem Leiterkdrper, der die Seele einer terkdrpers 20 gleichmaflig verteilt angeordnet sind und 
Ader fOr eine Zwei- oder Mehrdrahtieitung oder des jeweils rechteckige Querschnittsform haben. Die Tiefe 
Innenleiters einer Koaxialleitung bilden soil, die Vertie- und die Breite der Vertiefungen 21 ist jeweils gleich der 
fungen/Erhdhungen so breit und weitreichend sein, daB 35 am AuBenumfang gemessenen Breite der zwischen den 
der Leiterkdrper einen kreuz- oder sternfdrmigen Vertiefungen 21 liegenden Erhdhungen 22 Hierdurch 
Querschnitt erhait, dessen Erhdhungen (Balken oder ist die Oberflache des Leiterkdrpers 20 doppelt so groB 
Strahlen) eine radiale Lange haben, die grdBer ist als wie diejenige eines glatt-zylindrischen Kdrpers gleichen 
ihre Dicke. Hierdurch bilden die Vertiefungen/Erhd- AuBendurchmessers. Ein Kabel, dessen Adern jeweils 
hungengeniigendgroBeFacherzurAufnahmezusatzli- 40 einen solchen glatt-zylindrischen Leiterkdrper mit ei- 
cher Leiterdrahte. nem Durchmesser von z. B. 0,52 mm aufweisen, hat in 
Gunstig kann es sein, wenn die gesamte Struktur der einer ublichen Realisierungsform bei 100 MHz z. B. eine 
Ader mdglichst zentralsymmetrisch um ihre Langsachse Dampfung von 19,8 dB/100 m. Versieht man hingegen 
ist, d. h. wenn die Umhullende der Struktur einem Zylin- den Leiterkdrper mit Vertiefungen gemaB der Fig. 2, die 
der mdglichst nahe kommt Dies hat neben optimaler 45 zu einer Verdoppelung der Oberflache ftthren, dann er- 
Raumausnutzung auch den Vorteil, daB sich die Ader gibt sich bei gleichem Durchmesser und auch ansonsten 
leichter verseilen laBt Erreicht wird dies dadurch, daB gleicher Ausbildung des Kabels eine Verminderung der 
man bei der Gestaltung der Ader dafOr sorgt, daB die am Dampfung um etwa 3—6 dB/100 m, wie Versuche ge- 
weitesten vorstehenden Punkte jeweils aller Erhdhun- zeigt haben. 

gen des Haupt-Leiterkdrpers und gegebenenfalls der 50 Bei vorgegebener Dampfungsreduzierung kann auf- 

zusatzlichen Drahte auf einer gemeinsamen Kreislinie grund der erfindungsgemaBen OberflachenvergrdBe- 

liegen. rung der bekannte Querschnittsdurchmesser des Leiter- 

Im Falle einer Ausbildung der Ader als rohrfdrmiges kdrpers und damit der gesamten Ader verringert wer- 

Element zur Verwendung als Koaxiai-AuBenleiter oder den. Dies fiihrt selbstverstandlich dann zu geringerem 

Kabelabschirmung sind die Vertiefungen wie gesagt 55 Platzbedarf der Ader — beispielsweise in einem Kabel 

entlang der Innenwandung vorgesehen, denn dort kon- — wie aber auch zu einer deutlichen Materialreduzie- 

zentriert sich wegen des Skineffektes der Nutzstrom, rung fur den Leitkdrper. 

wahrend sich der Stdrstrom an der AuBenwandung kon- Die Form und die relativen Abmessungen der in den 

zentriert Leiterkdrper eingebrachten Vertiefungen/Erhdhungen 

Die Erfindung wird nachstehend an verschiedenen eo kdnnen natiirlich auch anders sein, als es in den Fig. 1 

Ausfuhrungsbeispielen und anhand von Zeichnungen und 2 dargestellt ist Bei grdBerer Tiefe der Vertiefun- 

nahererlautert: gen oder Hinterschneidung der Wande bzw. Aushdh- 

F!g. 1 und 2 sind QuerschnittsdarsteUungen zweier lung des Bodenbereiches ergibt sich eine noch weitere 

verschiedener AusfOhrungsformen einer erfindungsge- VergrdBerung der Oberflache. Statt der in Fig. 2 gezeig- 

maflen Ader mit jeweils einem einzigen Leiterkdrper; 65 ten rechteckigen Vertiefungen kdnnen auch Nuten mit 

Fig. 3 ist eine Querschnittsdarstellung einer erfin- V-fdrmigem (dreieckigem) oder trapezfdrmigem oder 

dungsgemaBen Ader mit einem zentraien kreuzfdrmi- stark gerundetem Profil eingebracht werden. 

gen Leiterkdrper und zusatzlichen drahtfdrmigen Lei- Die Fig. 3 zeigt eine Ausfuhrungsform, bei weicher 
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ein zentraler Leiterkdrper 30 mit vier Vertiefungen 31 
derartiger Gestalt ausgestattet ist, daB dieser Kdrper 
eine kreuzfdrmige Querschnittsform erhalt Die hiermit 
bewirkte OberflachenvergrdBerung gegentiber einem 
zylindrischen Leiterkdrper ist zwar nicht so ausgepragt 
wie im Falle der Fig. 2, jedoch geben die vorhandenen 
Vertiefungen genQgend Plate zur Einbettung weiterer 
Leiterkdrper in Form von vier Drahten 33, die gegen- 
tiber dem Leiterkdrper 30 isoliert sind, aber mit diesem 
elektrisch eine gemeinsarae Ader bilden (durch elektri- 
sche Verbindung an den Enden der Leitung). Die wirk- 
same Gesamtoberflache dieses Leitersystems ist somit 
grdBer als diejenige des kreuzfdrmigen Leiterkdrpers 
30 aliein und somit wesentlich grdBer als z. B. die Ober- 
flache eines massiven zylindrischen Leiters gleichen 15 
Durchmessers. Urn die Drahte 33 vom kreuzfdrmigen 
Leiterkorper 30 zu isolieren, kdnnen entweder diese 
Drahte ober aber der Leiterkorper 30 von einer Isolier- 
schicht (z. B. Lack) tiberzogen sein. Der Leiterkdrper 30 
kann statt der dargestellten vier Vertiefungen auch drei 20 
oder fOnf oder mehr Vertiefungen haben, so daB sich 
eine sternfdrmige Querschnittsgestalt ergibt, die zwi- 
schen ihren Erhdhungen 32 in Form von Balken bzw. 
Strahlen jeweils genugend Raum fur einen Draht ahn- 
lich den Drahten 33 laBt 25 

Der mit den Vertiefungen 1 1 ; 21 versehene Leiterkor- 
per wie z. B. der Leiterkdrper 10 oder 20 nach den Fig. 1 
oder 2 kann, ebenso wie das mehrteilige Leiterkdrpersy- 
stem 30, 33 nach Fig. 3, jeweils zentraler Bestandteil 
einer Kabelader sein, die zwischen dem Leiterkorper 30 
einerseits und einer AuBenhaut 19 andererseits eine 
Stutzschicht 18 aus geschaumtem isolierendem Material 
aufweist Die AuBenhaut 19 kann eine Abschirmung aus 
leitendem Material oder einfach ein Kunststoffmantel 
sein, der die Ader gegen Fremdmaterialien oder mecha- 35 
nische Einfltisse schutzt 

Die Herstellung eines Leiterkdrpers mit den be- 
schriebenen Vertiefungen ist denkbar einfach. Im Prin- 
zip eignen sich alle formgebenden Verfahren zur Profi- 
lierung von Draht- oder StrangmateriaL Insbesondere 40 
fur Leiterkorper aus Kupfer kann vorzugsweise ein 
Drahtziehverfahren angewandt werden, bei welchem 
zumindest die letzte der hintereinandergeschalteten 
Ziehdusen dem anfanglich als glatten Draht kreisfdrmi- 
gen Querschnitts eingeftihrten Werkstttck Schritt filr 45 
Schritt die jeweils gewilnschte Querschnittsgestalt ver- 
leiht Der anfangiiche glatte Draht kann, bei entspre- 
chend gewandelter Form der Ziehdttsen, naturlich auch 
eine von der Kreisform abweichende Querschnittsge- 
stalt haben, z. B. elliptisch. 50 

In der Fig. 4 ist ein Beispiel dafflr gezeigt, wie aus 
einem zylindrischen Draht ein Leiterkdrper geschaffen 
wird, der acht regelmaBig urn den Umf ang verteilte Ver- 
tiefungen/Erhdhungen aufweist Die Kontur des Aus- 
gangsmaterials (hier ein glatt-runder Draht) ist durch 55 
die Linie Kl, die Kontur des Endproduktes durch die 
Linie K5 dargestellt Der runde Draht mit der Kontur 
Kl wird durch aufeinanderfolgende Ziehdusen gezogen, 
die ihm Schritt fur Schritt die Konturen K2, K3 und K4 
verleihen, bis in der letzten ZiehdUse die Kontur K5 60 
erreicht wird 

Die in den Fig. 1 und 2 gezeigten Leiterkdrper 10 und 
20 und auch das Leiterkdrper-System 30, 33 nach Fig. 3 
sind so beschaffen, daB ihre umgebende HQUkurve mdg- 
lichst gut einem Kreis angenahert ist Dies bringt Vor- 65 
teile beim Verseilen. Der Hauptzweck jedoch, namlich 
die Verminderung der durch den Skineffekt bedingten 
Leitungsdampfung, laBt sich aber auch mit elliptischer 
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HQUkurve erzielen. 

Die in den Zeichnungen dargestellten Ausf Ohrungs- 
formen betreffen Leiterkdrper, die in Adern fur Zwei- 
oder Mehrdrahtleitungen oder fUr Innenleiter von Ko- 
5 axialleitungen verwendet werden kdnnen. Im Prinzip 
laBt sich die Erfmdung jedoch auch auf AuBenleiter von 
KoaxiaUeitungen anwenden, wobei die Vertiefungen 
vorzugsweise entlang der Innenwand des rohrfdrmigen 
AuBenleiters verlaufen, weil sich der Nutzstrom an die- 
10 ser Stelle infoige des Skineff ektes konzentriert 

PatentansprOche 

1. Ader filr einen sich anderenden elektrischen 
Strom, insbesondere zur Obertragung hochfre- 
quenter Wechselstrdme, mit mindestens einem sich 
in Langsrichtung der Ader erstreckenden Leiter- 
korper (10; 20; 30), dadurch gekennzeichnet, daB 
der Leiterkdrper (10; 20; 30) mit Vertiefungen (11; 
21; 31) und/oder Erhdhungen (12; 22; 32) versehen 
ist, die eine den Skineffekt merklich reduzierende 
VergrdBerung der Leiteroberflache ergeben. 

2. Ader nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Vertiefungen (11; 21; 31) und/oder Erhd- 
hungen (12; 22; 32) urn den Umf ang des Leiterkdr- 
pers verteilt angeordnet sind und sich durchgehend 
Qber dessen Lange erstrecken. 

3. Ader nach einem der vorstehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Vertiefungen (11; 
21; 31) und/oder Erhdhungen (12; 22; 23) in gleich- 
maBigen Abstanden um den Umfang des Leiterkdr- 
pers (10; 20; 30) verteilt liegen und jeweils gleiche 
Querschnittsform und -abmessungen haben. 

4. Ader nach einem der vorstehenden Ansprtiche, 
gekennzeichnet durch eine soiche Querschnitts- 
form der Vertiefungen (ll)/Erhdhungen (12), daB 
sich filr den Leiterkdrper (10) eine Querschnittsge- 
stalt mit sinusahnlich gewellter UmriBlinie ergibt 

5. Ader nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Querschnittsform der Ver- 
tiefungen/- Erhdhungen (21, 31; 22, 32) rechteckig 
oder trapezfdrmig oder V-fdrmig und/oder zumin- 
dest am Boden konkav gerundet oder gehdhit ist 

6. Ader nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
gekennzeichnet durch eine derartige Querschnitts- 
gestalt des Leiterkdrpers (10; 20; 30), daB die am 
weitesten vorstehenden Punkte aller zwischen den 
Vertiefungen (11; 21; 31) gelegenen Erhdhungen 
(12; 22; 32) zumindest annahernd auf einer gemein- 
samen Kreisiinie liegen. 

7. Ader nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB in einigen oder alien 
Vertiefungen (31) bzw. zwischen den Erhdhungen 
(32) des Leiterkdrpers (30) jeweils ein sich iiber die 
Lange des Leiterkdrpers (30) erstreckender und 
von diesem isolierter, aber Bestand derselben Ader 
bildender leitender Draht (33) eingebettet ist 

8. Ader nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB der die Vertiefungen (31) bzw. Erhdhungen (32) 
aufweisende Leiterkdrper (30) und/oder jeder 
Draht (33) einen isolierenden Uberzug aufweist 

9. Ader nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vertiefungen (31) und/oder Erhd- 
hungen (32) dem Leiterkdrper (30) einen kreuz- 
oder sternfdrmigen Querschnitt verleihen, wobei 
die Erhdhungen (Balken oder Strahlen) (32) jeweils 
eine radiale Lange haben, die grdBer ist als ihre 
Dicke. 
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10. Ader nach einem der Anspriiche 7 bis 9, gekenn- 
zeichnet durch eine derartige Wahl der Quer- 
schnittsgestalt und -abmessungen und der relativen 
Lage des Leiterkdrpers (30) und der Drahte (33), 
daB die am weitesten vorstehenden Punkte jeweils 5 
aller dieser Teile (30, 33) zumindest annahernd auf 
einer gemeinsamen Kreislinie liegen. 

11. Ader nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der oder die Leiter- 
karper (10; 20; 30, 33) als Ganzes mit einer Isolie- 10 
rung (18) umkleidet sind 

12. Ader nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Isolierung eine den oder die Leiterkdr- 
per (10; 20; 30, 33) als Ganzes umhullende Stfltz- 
schicht (18) aus isolierendem oder dielektrischem 15 
Material aufweist 

13. Ader nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Isolierung (18) von einer Au- 
Benhaut (19) ummantelt ist 

14. Ader nach einem der vorstehenden Anspruche, 20 
dadurch gekennzeichnet, daB der die Vertiefungen 
(11; 21; 31)/Erhdhungen (12; 22; 32) aufweisende 
Leiterkdrper (10; 20; 30) aus einem glatten Draht 
(Kl) vorzugsweise aus Kupfer oder einer Kupferle- 
gierung durch Ziehen (K2— K5) unter Verwendung 25 
wenigstens einer entsprechend geformten Ziehdfl- 

se auf seine Querschnittsgestalt gebracht ist 

15. Ader nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Leiterk6rper (10; 20; 30) 
rohrfdrmig ist und die Vertiefungen (11; 21; 31) 30 
entlang seiner Innenwand verlaufen. 

16. Ader nach einem der Anspruche 1 bis 13 oder 
nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB 
der die Vertiefungen (11; 21; 31)/Erh6hungen (12; 
22; 32) aufweisende Leiterkdrper (10; 20; 30) ein 35 
durch Strangpressen oder Walzen hergestellter 
Profilkdrper ist 

17. Verfahren zur Herstellung eines Leiterkdrpers, 
insbesondere nach einem der vorstehenden An- 
spruche, der durch ein- oder mehrstufiger Ziehen 40 
auf eine Querschnittsform mit Vertiefungen und/ 
oder Erhohungen gebracht wird, die eine den Skin- 
effekt merklich reduzierende VergrSBerung der 
Leiteroberflache bewirkt 
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